EIGNUNGSMATRIX UNSERER OBERFLACHEN

CHEM.

CHEM. PD/

DIRECT

GALV. NI/

anbus

ELECTRONIC

CHEM. NI/AU GALV. NI/ CHEM. HAL HAL CHEM.
NI/PD/AU AU GOLD HARTGOL
Reduktiv Rl\Ticc‘:uthli/v Reduktiv _ . Hot Air Hot Air
Beschreibung Nickel/ Reduktiv F.’alladlur.n/ Teilreduktives Steck- Leyellng Le.:velmg
| . . Teilreduktives Gold kontakte (HeiBlufter| [(HeiBlufterz
mmersion Gold Palladium/ . .
X Gold zinnung) innung)
Immersion Gold
Layer und Ni: 4-7pm NIz 4-7Hm Pd: 0,1-0,3um Ni: >4pm Ni: >4pm SnCuNi-Leg| | SnPb-Leg
Schichtdicke | |Au:0,05-0,1um AF;‘?:OOSB',%?’B”LTm Au:0,1-03um | [ O203HM I A0 8 3um | |Au: 0,2-10um| | S™THM 1-50pm 1-50um Ag: 0:2um
Léten A A A A A A
Bonden Al-Draht A A A A % A % % % A
Bonden Au-
A A A % A % ® % A
Draht
Hochfrequenz A A A
L rertanizkeit >12 >12 >12 >12 >12 >12 MO?\IAT MSLZAT >12 6
agerfahigkei
8 8 MONATE MONATE MONATE | | MONATE | [ MONATE| |MONATE E E MONATE| [ MONATE
Einpresstechnik A A
Korrosions-
bestandigkeit A A A A
Preis A
RoHS A A A A A A A A ® A
A -uneingeschrankt -gut durchfuhrbar -mit Einschrankung -stark limitiert $€-ungeeignet




